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以下資料由穎崴科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
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   公司簡介
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   主要業務項目
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   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
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   最近五年度簡明資產負債表
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   最近三年度財務比率
公司名稱：穎崴科技股份有限公司 (股票代號：6515)

	輔導推薦證券商
	凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、

	主辦輔導券商聯絡人電話
	凱基證券股份有限公司

聯絡人：顏小姐

連絡電話：(02)2181-8108

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購穎崴科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	凱基證券
	兆豐證券
	華南永昌綜合證券
	台新綜合證券

	認購日期
	108年11月6日

	認購股數（股）
	399,000
	300,000
	160,000
	110,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.32%
	0.99%
	0.53%
	0.36%

	認購價格
	每股新台幣 320 元

	認購價格之訂定
依據及方式
	目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法，如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)、股價營收比法(Price/Sale Ratio, P/S Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。
其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購穎崴科技股份有限公司(以下簡稱穎崴科技或該公司)股票茲就市場法-本益比法進行評估。
穎崴公司係從事半導體測試治具(Test Socket)及探針卡(Probe Card)之設計、開發及生產製造關鍵技術，主要客戶為全球高階IC設計公司及封裝大廠，為提供高效能IC測試治具的專業半導體測試介面製造商。經參考國內已上市櫃從事半導體測試之同業資料，考量其業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近做為採樣之同業，故選擇中華精測科技股份有限公司(以下簡稱精測)、旺矽科技股份有限公司(以下簡稱旺矽) 及雍智科技股份有限公司(以下簡稱雍智科技)，前述三家上櫃公司作為該公司之採樣同業。
公司/月份
108年7月
108年8月
108年9月
平均
精測(6510)
21.61
35.18
45.48
34.09
旺矽(6223)
14.80
12.42
12.30
13.17
雍智科技(6683)
18.37
28.17
33.21
26.58
上櫃半導體
17.68
18.53
18.65
18.29
資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站
依上表所示，該公司採樣同業及上櫃半導體類股最近三個月（108年7月~108年9月）最近三個月之平均本益比約介於13.17倍~34.09倍之間。若依穎崴科技108年第二季及107年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告中(107年下半年度及108年上半年度)歸屬於該公司之稅後淨利為409,724仟元，並以7月份現金增資後之股數計算，每股基本盈餘為13.52元計算，穎崴科技每股參考股價區間約為178.06元~460.90元，考量興櫃流動性風險給予八折作為風險貼水，其參考價格區間為142.45元~368.72元。
經參酌穎崴科技之經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場情況，及興櫃市場流動性不足之風險，本輔導推薦證券商與穎崴科技共同議定之每股認購價格為320元，應尚屬合理。

	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹
本公司自成立以來就堅持技術自主，鎖定半導體高階測試領域相關介面技術開發。依各測試廠不同的需求，發展出各種高度客製化的解決方案，從晶圓測試（CP）、最終測試（FT）、系統測試（SLT），老化測試（Burn-In）及溫控系統（Thermal Control System），提供各種高速、高頻、廣溫域的測試介面。本公司客戶群分布相當廣泛，以美系IDM、晶片龍頭業者為大宗，亦承接歐系、韓系、日系、台系及陸系大廠測試治具訂單，公司將持續與全球龍頭業者直接共同研發設計測試介面並提供從實驗室到量產的各種高階測試需求解決方案（Total solution）。

二、歷史沿革

年 度

重 要 記 事
90 年

成立穎崴科技股份有限公司，設立資本額2,000千元。

92 年

成立北美分公司，提供客戶即時性技術支援與服務。

93 年

正式發售CMOS Image sensor及BGA 封裝socket。

94 年

開發新型積體電路元件socket並取得專利，同年取得測試及預燒接腳器發明專利。

95 年

通過ISO-9001品質認證。

推出創新Top & Bottom Plunger GCR Socket應用技術。

開發新型晶圓測試轉接器並取得專利。

96 年

於薩摩亞成立子公司WINWAY INTERNATIONAL CO., LTD.。

於中國上海成立子公司磐時電子商貿(上海)有限公司。

成立新竹分公司以整合商業及服務。

率先推出PCR® Socket，開發導電膠片式測試連接器並取得專利。

97 年

於美國加州成立美國子公司WinWay Technology International Inc.。

推出ATC Thermal Controller應用產品與技術。

開發可防止高電流燒毀之高頻測試接觸元件並取得專利。

開發半導體測試socket的手測裝置並取得專利。

98 年

推出WLCSP Probe Head, Kelvin Contact application。

開發積體電路元件測試連接器並取得發明專利。

開發半導體元件測試夾頭及其冷卻裝置並取得專利。

99 年

推出Coaxial Socket/開發高性能晶圓測式介面組件並取得專利。

100 年

推出 fine pitch WLCSP probe head/ probe card/ direct docking solution。

101 年

台灣總部於楠梓加工出口區第二園區創立落成，並於BiTS workshop發表研發成果。

開發測試探針卡並取得專利。

102 年

榮獲頒經濟部第16屆小巨人獎及經濟部第22屆國家磐石獎。

開發同軸式半導體測試裝置並取得專利。

103 年

於中國蘇州成立子公司蘇州亦崴電子科技有限公司。

通過ISO-14001環境認證。

購買美國Wentworth Laboratories Inc的Saber Probe based 探針卡專利權、商標權等資產。

辦理股票公開發行。

104 年

入選經濟部遴選第3屆潛力中堅企業。

推出Brownie Coaxial Sockets及E-Flux。

所購Saber Probe based專利權、商標權等效益不彰致產生虧損，故先暫行延緩上櫃計畫，停止股票公開發行。

105 年

推出高效率主動式溫度控制器 (HEATCon) 。

106 年

推出0.4 mm pitch Brownie同軸式晶圓探針卡。

107 年

成立高雄本洲廠。

成立新竹探針卡生產中心。

推出0.35 mm pitch Coaxial Sockets 與老化socket (Burn-in socket) 。

推出80 um pitch探針卡解決方案。

開發探針卡turnkey solution。

108年

榮獲第15屆金炬獎年度十大績優暨潛力企業。

108年8月經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行

三、經營理念

穎崴科技將客戶視為伙伴，以「創新」、「品質」及「服務」為經營理念，站在客戶的角度思考所有測試需求，並透過業務參與、技術與製造管理及供應鍊整合，持續地自我要求，致力於為客戶、同仁、供應商及股東謀取最大的福利。

四、未來展望
(1) 短期業務發展計畫

A. 產品策略

 eq \o\ac(○,1)對市場差別化高階與低階產品屬性，持續提供高階產品市場相關的測試應用。

 eq \o\ac(○,2)由測試治具(Test Socket)擴大發展至垂直探針卡(Vertical Probe Card)。

B. 客戶面策略

 eq \o\ac(○,1)區分客戶群為IC設計公司(Design House)與IC測試廠(Testing House)，對於不同客戶群建立不同的業務策略。

 eq \o\ac(○,2)強化全球各據點的業務策略。

C. 支援服務

持續強化客戶支援服務流程，並依客戶群不同分別定義出適合每一客戶群的流程。

(2) 長期業務發展計畫

A. 產品策略

 eq \o\ac(○,1)持續提供高階Socket以滿足Fine Pitch (微縮)與High Frequency (高頻)等高集成度之電腦及無線通訊IC測試需求。

 eq \o\ac(○,2)擴大中低階測試治具(Test Socket)種類以因應Burn-In (老化測試)，SLT(系統測試)及消費性產品測試之需求擴大市場占有率。

 eq \o\ac(○,3)針對特殊型式的封裝如晶圓級芯片封裝(WLCSP)、2.5D(透過中介層連結晶片與基板的I/O以大幅提高封裝密度的技術)、堆疊式封裝IC(POP)、直通矽晶穿孔(TSV) 先進的封測需求提供完整的解決方案。

 eq \o\ac(○,4)與客戶共同研發未來特殊需求之產品線；如可穿戴式(Wearable)、健康照顧(Health Care)、微機電感知器(MEMS)、汽車電子(Automotive)、物聯網(IoT)等微型元件測試解決方案。

 eq \o\ac(○,5)新增垂直探針卡(Vertical Probe Card)產品線，提供高階晶圓測試(Wafer Test)之工程驗證及量產需求，增加營業額。

B. 客戶面策略

 eq \o\ac(○,1)維護好現有客戶關係，透過本公司全方位產品策略以滿足客戶不同種類的產品線封裝測試需求以保持客戶忠誠度。

 eq \o\ac(○,2)持續保持與世界級一線(Tier One) 客戶產品之緊密合作共同研發前瞻性 (Advance)測試需求以提升客戶的依賴度。

 eq \o\ac(○,3)持續保持與各區域晶圓代工廠 (Foundry) 及封測廠(Package & Testing) 之合作關係共同服務全球客戶。

 eq \o\ac(○,4)持續保持本公司業務及技術全球服務網路的優勢。
C. 支援服務

 eq \o\ac(○,1)秉持優良的品質系統與優異的設計能力透過全球性支援服務，使客戶從研發設計、產品驗證到導入量產能在最短的時間內完成以符合市場趨勢(Time to Market)。

 eq \o\ac(○,2)透過本公司特有的產品異常反饋機制(RMA System)及時收集客戶產品在全球各區域測試廠發生之測試異常，如低良率(Low Yield)等現象，即時或定期與客戶召開檢討會議以降低成本提高產出。

 eq \o\ac(○,3)透過本公司客製化之eForecast及WIP系統，確實掌握產品交期之準確性以符合客戶工程及量產需求。

 eq \o\ac(○,4)本公司在台灣、東南亞、中國大陸等重要的半導體測試生產基地都有產品技術支援(FAE)工程師駐廠，可即時的替客戶解決生產問題。 


                                                                          

	主要業務項目：

主要係從事研究、製造及銷售半導體測試介面及配套產品，包括高性能探針卡、高頻高速彈簧針測試座、廣溫域溫控模組、精密彈簧針；依不同產品測試需求提供客戶量身訂做的測試解決方案。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：


                             


	產品類別
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	測試治具
Test Sockets
	
	為積體電路(IC)測試重要介面之一，主要用途在半導體後段IC封裝的良率測試。
	1,017,173
	60%

	接觸元件

Contact Element
	
	為各式被測物與測試治具設備間的導通媒介
	365,248
	22%

	探針卡
Probe Card
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	應用在積體電路(IC)尚未封裝前，針對裸晶係以探針做功能測試，篩選出不良品、再進行之後的封裝工程。
	154,216
	9%

	其他OTHERS
	
	Thermal System:透過溫控零件及自動控制系統達到對待測物進行溫度控制，以進行不同溫域的測試。
	149,531
	9%

	合     計
	1,686,168
	100%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	103年
	104年
	105年
	106年
	107年
	 108年截
至 9月份止
(自結數)
(註)

	營業收入
	965,625
	1,162,014
	1,630,200
	1,241,832
	1,686,168
	2,144,571

	營業毛利
	423,016
	411,997
	654,031
	510,804
	685,937
	1,044,812

	毛利率(%)
	43.81
	    35.46
	    39.71
	    40.01
	    40.23
	48.72

	營業外收入及支出
	17,061
	(166,214)
	16,134
	(14,626)
	12,317
	4,608

	稅前損益
	151,952
	(114,652)
	310,305
	178,872
	304,100
	520,916

	稅後損益
	129,412
	(100,699)
	259,299
	140,339
	245,352
	415,094

	每股盈餘（元）
	5.72
	(3.95)
	9.42
	4.92
	8.61
	14.31

	股利發放
	現金股利(元)
	4.05
	-
	9
	4.5
	5
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	1
	-
	-
	-
	-
	-


(註1) 103年度起列示採用國際財務報導準則編製之合併財務資訊，資料來源為103~107年  度經會計師查核簽證之合併財務報告。
(註2)自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	103年
	104年
	105年
	106年
	107年

	流動資產
	632,868
	632,337
	966,529
	770,699
	1,001,032

	不動產、廠房及設備
	339,806
	399,719
	367,855
	349,855
	400,394

	投資性不動產
	6,803
	6,695
	6,588
	6,480
	6,373

	無形資產
	220,510
	19,305
	22,686
	17,614
	26,828

	其他資產
	36,343
	57,408
	49,717
	52,729
	62,582

	資產總額
	1,236,330
	1,115,464
	1,413,375
	1,197,377
	1,497,209

	流動
負債
	分 配 前
	314,863
	402,317
	366,483
	315,867
	501,337

	
	分 配 後
	408,706
	402,317
	599,852
	442,172
	643,827

	非流動負債
	78,230
	64,554 
	51,478 
	119 
	148

	負債
總額
	分 配 前
	393,093
	466,871
	417,961
	315,986
	501,485

	
	分 配 後
	486,936
	466,871
	651,330
	442,291
	643,975

	歸屬於母公司業主 

之權益
	843,237
	648,593
	995,414
	881,391
	995,724

	股  本
	231,800
	254,980
	284,980
	284,980
	284,980

	資本公積
	420,191
	420,191
	451,363
	428,249
	426,313

	保留
盈餘
	分 配 前
	188,906
	(28,815)
	259,312
	166,282
	285,465

	
	分 配 後
	95,063
	(28,815)
	25,943
	39,977
	142,975

	其他權益
	2,340
	2,237
	(241)
	1,880
	(1,034)

	庫藏股票
	- 
	- 
	- 
	 - 
	 - 

	非控制權益
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	權益總額
	分 配 前
	843,237
	648,593
	995,414
	881,391
	995,724

	
	分 配 後
	749,394
	648,593
	762,045
	755,086
	853,234


                                                                          

(註1)：103年度起列示採用國際財務報導準則編製之合併財務資訊，資料來源為103~107年  度經會計師查核簽證之合併財務報告。
	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	105年
	106年
	107年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	39.71
	40.01
	40.23

	
	流動比率(%)
	263.73
	243.99
	199.67

	
	應收帳款天數(天)
	69
	104
	85

	
	存貨週轉天數(天)
	52
	65
	74

	
	負債比率(%)
	29.57
	26.39
	33.49


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]
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IC模組





IC封裝及測試





封裝材料





封裝設備





封 裝





測試





測試設備/介面





電路設計





微元件IC


記憶體 IC


邏輯 IC


類比 IC





晶圓/IC製造





製造材料





製造/檢測設備





化學品/光罩
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